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ABSTRAK 
 
Sampel Multilapisan [Ni80Fe20/Cu]N telah dibuat menggunakan metode elektro-deposisi 
pada substrat Cu-PCB. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan rasio antara MI dengan: 
(i) frekuensi arus ac pengukuran (20 kHz – 100 kHz) (ii) pengaruh variasi ketebalan lapisan 
konduktif Cu (iii) pengaruh jumlah perulangan multilapisan N, (iv) pengaruh geometri 
panjang sampel, (v) pengaruh treatment panas sampel, (vi) pengaruh geometri sudut 
sampel. 
Metode eksperimen fabrikasi elektro-deposisi dalam penelitian ini dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: preparasi, pembuatan larutan elektrolit, elektrodeposisi, 
karakterisasi sampel, analisis, dan kesimpulan.  
Hasil karakterisasi menunjukkan nilai rasio Magneto-impedansi (MI) meningkat dengan 
bertambahnya frekuensi arus AC (20 kHz – 100 kHz). Hasil ini konsisten untuk semua 
sampel multilayer yang telah dihasilkan. Rasio MI juga didapat bertambah dengan 
penambahan jumlah perulangan multilapisan [Ni80Fe20/Cu]N atau meningkat ± 1.61 kali 
lipat (3.32 % menjadi 5.36 %). Sedangkan hasil karakterisasi pada variasi/modifikasi 
ketebalan lapisan spacer Cu menunjukkan bahwa rasio MI meningkat ±1.02 kali lipat 
dengan berkurangnya ketebalan lapisan spacer Cu yaitu semakin tebal lapisan spacer Cu 
maka rasio MI semakin kecil. Ekspresi lain dari hasil karakterisasi pada variasi panjang 
sampel menunjukkan bahwa rasio MI meningkat ±1.7 kali lipat dengan bertambahnya 
panjang substrat Cu-PCB dari 2 cm hingga 4 cm. Selain itu Rasio MI meningkat ± 2.05 kali 
lipat dengan bertambahnya geometri sudut sampel. Hasil karakterisasi lain menunjukan 
rasio MI menurun dengan meningkatnya suhu (heat treatment) dari 7,63 % (tanpa treatment 
panas pada sampel) menjadi  4,78 % (treatmen panas 100 ºC) pengukuran hari pertama dan 
6,39 % (tanpa treatment panas pada sampel) menjadi 4,25 % (treatmen panas 100 ºC) 
dihari kelima.  
 
Kata kunci:  Magnetoimpedansi, Elektrodeposisi, Multilapisan NiFe/Cu, Ketebalan 
Spacer Cu, Jumlah Perulangan multilapisan [Ni80Fe20/Cu]N, panjang sampel, 
treatment panas, geometri sudut sampel. 
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ABSTRCT 
 
The Multilayered [Ni80Fe20/Cu]N sample was prepared using the electro-deposition 
method on Cu-PCB substrate. This study aims to examine the relationship of the ratio of 
MI to: (i) frequency current ac measurement (20 kHz - 100 kHz), (ii) the thickness of the 
conductive layer Cu, (iii) the number iteration multilayer N, (iv) geometry of the sample 
length, (v) heat treatment of samples, (vi) angle (angular) geometry sample. 
The research method includes the experimental electro-deposition fabrication with 
stages, as follows: preparation, manufacturing electrolytic solution, electro-deposition, 
characterization of sample, analysis, and conclusions.  
The result showed the ratio MI is greater with increasing frequency of ac current (20 
kHz - 100 kHz). These result is consistent for all multilayer samples that have been 
produced. MI also increases by looping the number of layers in multilayer [Ni80Fe20/Cu]N 
or increased ± 1.61 times (3.32% to 5.36%). While the result of characterization on the 
variation / modification of layer thickness of Cu spacer showed that the ratio of MI 
increased ± 1.02 fold with reduced layer thickness of Cu spacer that is thicker layer of 
spacer Cu hence smaller ratio of MI. Another expression of the characterization results in 
the length variation of the sample showed that the MI ratio increased ± 1.7 fold with the 
increase of Cu-PCB substrate length from 2 cm to 4 cm. In addition, MI ratio increased ± 
2.05 fold with increasing angle (angular) geometry sample. Other characterization results 
showed the MI ratio decreased with increasing of heat treatment from 7.63% (without 
treatment) to 4.78 % (100ºC) in the first day measurement and 6.39% (without treatment) to 
4.25% (100ºC) on the fifth day.  
 
Keywords: Magnetoimpedance, Electrodeposited, Multilayer NiFe/Cu, Thickness of Spacer 
Cu, Number of Iteration [Ni80Fe20/Cu]N, sample length, heat treatment, angle 
(angular) geometry. 
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